
KOTO独自の湿式銅めっき技術で、
次世代高周波・高速伝送基板の進化を支える

微細構造内壁まで
均一なシード膜形成が可能

ガラスと銅の界面が滑らかに
形成されており、TGVのよう
な複雑構造においても、弊社
プロセスが有効であることを
示している

ガラス・セラミックスなどの
高周波・高速伝送用途
各種基板に対応
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TGVガラスインターポーザーの積層断面図（イメージ）



新たな素材にも対応する銅めっき技術
多様な材料へのCuめっきで、
製品の可能性を広げます。


